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АктуальностьАктуальность исследованияисследования

ВВ электроникеэлектронике клеиклеи могутмогут применятьсяприменяться каккак альтернативаальтернатива пайкепайке ((аа вв
некоторыхнекоторых случаяхслучаях пайкапайка недопустиманедопустима попо соображениямсоображениям электропроводностиэлектропроводности
илиили температурноготемпературного воздействиявоздействия), ), припри этомэтом оставаясьоставаясь вв рамкахрамках обязательныхобязательных
требованийтребований кк существующимсуществующим паянымпаяным соединениямсоединениям. . ВВ электроникеэлектронике
существуютсуществуют двадва основныхосновных типатипа клеяклея –– изотропныйизотропный ((проводящийпроводящий одинаковоодинаково вово
всехвсех направленияхнаправлениях) ) ии анизотропныйанизотропный ((попо разномуразному проводящийпроводящий вв зависимостизависимости
отот направлениянаправления). ). ПрименениеПрименение механическихмеханических методовметодов соединениясоединения ((напримернапример, , 
клепкаклепка, , пайкапайка, , сваркасварка, , креплениекрепление винтамивинтами илиили гвоздямигвоздями) ) часточасто приводитприводит кк
короблениюкороблению, , изменениюизменению цветацвета, , коррозиикоррозии илиили ухудшениюухудшению качествакачества
материаловматериалов вследствиевследствие проявленияпроявления другихдругих отрицательныхотрицательных факторовфакторов илиили
дефектовдефектов..

Примеры изделий, выполненных с применением термосклеивания. 



ИспользованиеИспользование клеевклеев вв электроникеэлектронике

•Закрепление поверхностно монтируемых
элементов (SMD) 
•Пайка нагревом (паяльные пасты) 
•Присоединение проводов
•Защитное покрытие печатных плат
•Заливка компаундом, герметизация, 
капсулирование
•Термо- и электропроводящие клеи

Изменение высоты точек клея на печатной плате



ТермокомпрессияТермокомпрессия

Иллюстрация к процессу термокомпрессии с
применением анизотропного проводящего
клея

Пример конструкции термода.

Одним из современных вариантов термокомпрессии является соединение
термосклеиванием когда термод осуществляет прижим и нагрев соединяемых
деталей с предварительным нанесением на плату анизотропного
проводящего клея полимеризующегося под действием приложенных
температуры и давления. 



Циакриновый клей

Фотография образца клея

Основные структурные
единицы повехности
циакринового клея
представляют из себя тесно
расположенные образования
размером 2500-5000 нм. 
Размер этих образований в
несколько раз превосходит
нанотехнологическую границу
в 100 нм. СЗМ изображение поверхности пленки, образованной при

высыхании циакринового клея, размером 50*50*4,5 мкм.

Цианоакрилат — основной компонент цианоакрилатных клеев (продаются под брендом
суперклей) удобных в быту для быстрого склеивания материалов. Цианакрилат —
прочный быстро схватывающийся клей. Легко склеивает непористые и содержащие
воду материалы. Впрочем, его прочность на сдвиг невысока, поэтому суперклей иногда
применяют как резьбовой фиксатор или для крепления заготовки на токарном станке.



ВыводыВыводы..

РассмотренныйРассмотренный образецобразец ввидуввиду слишкомслишком большихбольших структурструктур, , аа
следовательноследовательно малоймалой прочностипрочности нене подходитподходит длядля использованиеиспользование вв
электроникеэлектронике. . КлейКлей которыйкоторый будетбудет удобенудобен длядля использованияиспользования вв
электроникеэлектронике должендолжен состоятьсостоять изиз небольшихнебольших структурструктур, , обладатьобладать хорошейхорошей
электропроводимостьюэлектропроводимостью ии высокойвысокой термоустойчивостьютермоустойчивостью. . СледующимСледующим
объектомобъектом исследованияисследования станетстанет токопроводящийтокопроводящий клейклей допустимыйдопустимый
длядля использованияиспользования вв электроникеэлектронике изготовленныйизготовленный попо следующемуследующему
рецептурецепту::

ГрафитГрафит порошковыйпорошковый 1515гг. . 
СереброСеребро порошковоепорошковое 3030гг. . 
СополимерСополимер винилхлоридвинилхлорид--винилацетатвинилацетат 3030гг. . 
АцетонАцетон чистыйчистый 3232гг..
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